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Az elektronikai ipar altal alkalmazott jelledhztechnolégiak, riveletek a felhasznalt anyag
bemutatasa.A mikroelektronikai eszkdzok és alkatrészek, azmda@i, modulok felépitése

Ve

Tematika:

Témakor: Hét Ora
Az elektronikai termékek és technologiak rendsadrédittekintése Diszkrét
alkatrészek, aramkori hordozok, integralt aramkprd@camkori modulok 1. 2

készilékek felépitése.

A nyomtatott huzalozasu lemezek gyartdgaaramkari rajzolat kialakitdsanak

Iépései: maszkolas, maratds, galvan és arammeémde¥onatok. 2 2
Az egy és kétoldalas NYHL &dllitdsanak & 1épései. A tbbbrétdgNYHL-ek 3 5
technologidja, egyuttlaminalt és szekvencidlis. '

A nagydirisédi 0sszekottetés (HDI) kovetelményei, U] eljarasdlerérzés, 4 5
javitas Tervezeési szempontok. DfM: tervezeés, ggéata '

Az alkatrészek tipusai, kiviteli formai. Integrédramkorok, modularamkaord 5 5
tokozasi technologidja. Chipméiietokozatlan alkatrészek. '
Modularamkorok szereléstechnoldgiajduratszerelt NYHL-ek szerelési

kotési technoldgiai. 6 5
A fellletszerelt technologia; SMT. (forraszpaszglvitel, bedlltetés, refloy

forrasztas)

SMT: (ragaszto felvitel, hullamforrasztas), etiezés, javitas. ESD védelem. 7. 2
Zarthelyi iras 8. 2

Hibrid integrélt &ramkorok tipusai, technolégidjuk/ékonyréteg aramkord
technolégidja, vakuumtechnikai rétegfelviteli ejgok. Vastagrétegd
rétegfelviteli, abrakialakitasi technoldgiaja; amyomtatas. Vastagréteg pass 9. 2
halozatok. Ertékbeallitas. A multichip modulok:éités, kiviteli formak, sajatg
technologiai niveletek.

A félvezef-technologia alapjai. Alapanyag dlallitdsa, tisztitasa. Vegylulg
félvezetk.

Az integralt aramkorok gyartasanak mniiveletei: litogréfia, diffzio, epitaxia 10. 2
maratas, vakuumtechnikai modszerek (CVD, MBE).
Az elektronikai ipar tovabbféjtiésének iranyai MEMS (mikro-elektro- 11 5

mechanikai rendszerek)

A nyomtatott elektronika alapjai: anyagok és tedbgidk. 12. 2

Zarthelyi iras 13. 2




Uj tipusi elemek, Gj technologiak (pl.: nanotecigd, szén nanocsove
P o LT . 14. 2
fotonikai eszkdzok, optikai vékonyrétegek)

A vizsgairasbeli

Irodalom:

Kotelez: Eléadasi prezentaciokhttp://www.uni-obuda.hu/users/grollerg/Elektrontieghnologia/

Ajanlott:  Dr Mojzes Imre (szerk): Mikroelektrde és elektronikai technol6gia MK 1995
lllyefalvi-Vitéz Zsolt, Ripka Gabor, Harsanyi Gab&lektronikai Technol6gia CD-ROM
Miegyetemi Kiado, Budapest, 2001
http://www.amcham.hu/download/001/670/EIl_gyartad Q0®25.pdf

Félévkozi kovetelmények

Elmélet: Az ebadasok latogatasa nem kotélez
A 8. és 13. héten egy - egy zarthelyi, értékelés: a vizsgara bocsatas feltétele min. 40% 0s
eredmény, 70 % feletti eredmény: megajanlott vigspa




